
证券代码：688125                                证券简称：安达智能 

广东安达智能装备股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2024-002 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研        ■分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□机构策略会          □路演活动 

■现场参观            □其他（电话会议） 

时间 2024 年 6 月 3 日 16:00-17:00 

参与单位名称 天风证券 温玉章 

地点 
公司三楼董事会会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区

路 17 号） 

上市公司接待人

员姓名 

董事会秘书、副总经理：杨明辉先生 

投资者关系活动

主要内容介绍 

公司主要通过现场参观的形式开展了投资者关系活动，主

要交流内容如下： 

一、公司基本情况介绍 

广东安达智能装备股份有限公司成立于 2008 年，于 2022

年 4 月 15 日登陆上海证券交易所科创板上市。公司属于高端

专用装备制造业，主要从事流体控制设备、等离子设备、固化

及组装设备、ADA 智能平台、半导体装备等智能制造设备及系

统平台的研发、生产和销售。产品可广泛运用于消费电子、汽

车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品

的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

公司产品主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机、等离子清洗机、



固化炉、ADA 智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备等

多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件，

是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核

心装备，目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道

工序的多元化产品布局。 

公司 2023 年逆势投入目前已取得初步成效，公司产品品

类不断丰富，并开拓了特斯拉、比亚迪、捷普、印度 TATA 等

众多国内外大客户。2024 年第一季度，得益于公司国际大客户

出货的回暖以及汽车电子、新能源等行业应用的拓展，公司实

现营业收入 15,192.31 万元，较去年同期增长了 8.19%。 

二、互动交流 

1、请问公司新产品和新市场拓展的情况如何？ 

回复：公司 2022 年上市之后，引进了一批优秀的研发人才

和销售人才来积极拓展新产品与新市场，经过了过去一两年的

努力，已经取得了初步的成效。在新产品开发方面，2023 年下

半年以来，公司除了对精密阀体系列进行更新迭代，还对传统

灌胶机、等离子清洗机、喷墨打印机设备进行研发升级，推出

了毫克级别精度灌胶机系列产品、智能单彩色喷墨打印机系列

产品、视觉引导喷墨打印机和常压尖嘴等离子体、高速旋转等

离子体。此外，公司已成功研发出了高端精密机床、超快飞秒

激光等产品，丰富了公司产品品类，其中 AMU 系列立式五轴

高速加工中心，具备高效率、智能化、物联网、紧凑型、高精

度和高加速度六大卓越竞争力。目前这些新产品也陆续推向市

场，我们预计也会陆续给公司带来一定的经营增量功效。 

在市场开拓方面，公司在巩固消费电子市场之外，加大对

新市场的拓展力度，瞄准汽车电子、新能源（特别是氢能源）、

半导体的行业市场，已经切入了众多行业大客户，公司去年已

经在汽车电子、半导体等行业取得了较好的突破，今年预计继



续在氢能源市场取得较好的突破，上述新市场的拓展也将为公

司打造新的增长极。 

 

2、请介绍一下公司目前研发投入的情况？ 

回复：公司十分注重研发投入，通过对核心部件、关键软

件等底层技术的研究投入，掌握智能装备的关键技术，从而打

造公司技术竞争力。2023 年，公司研发投入 10,025.42 万元，

占公司营业收入的比例为 21.22%；2024 年第一季度，研发投入

2,821.13 万元，较去年同期增长了 25.05%。 

人才引进方面，公司主动引入了多位在光电学、流体力学、

电磁、电机、激光、运动控制、AI 算法、工业互联系统等方面

的专家教授、博士，组建了流体与结构、视觉、机器人、电力

电子、驱动与控制、电机六大研究所，不断夯实公司基础底层

技术及产品研发能力；同时引进了一批高端软件人才来配合国

际大客户的新产品开发，加快大客户新业务的落地。 

产品研发方面，公司加大了对智能装备核心部件、智能装

备软件系统平台、AOI 检测设备的研发投入，提升公司智能装

备的技术竞争力并开拓新的智能装备产品。 

 

3、公司 ADA 智能平台产品进展？ 

回复：公司持续升级 ADA-H 智能平台，2023 年进行了 Z

轴电机自主化开发、工艺模组热插拔及软硬件的二级解耦和三

级解耦，已实现支持 Windows 与 Linux 双系统操作、通用平台

与工艺应用全面适配，使其能完成对多种工艺模组即插即用，

支持更精细的工艺需求，真正实现由专用功能设备转变为通用

数字化平台设备。2023 年以来公司基于 ADA-H 智能平台开发

的智能柔性组装设备已实现大客户的工艺验证及部分出货，先

后应用到 TWS 耳机点胶工艺、工业电源的组装测试线体、医

疗试剂植球等场景，且已在实际应用中实现了不同工站工艺的



灵活换线。2024 年公司将继续优化 ADA-H 系列智能平台的工

艺兼容性，完成新一版的迭代升级。 

 

4、公司延展大客户新工艺段应用进展情况如何？ 

回复：公司除了继续加深已形成竞争优势的 SMT 电子装

联工序环节外，2023 年还积极参与到大客户部分终端产品的

FATP 后段组装工艺项目中，陆续进入批量交付。另外，公司根

据主要客户产品系列及其 EMS 厂商分布来进行组织架构的调

整，设立美国办事处、苏州应用研发部、越南子公司、墨西哥

子公司等来对接客户不同地域及不同工艺的项目，以更快、更

全地解决方案满足客户各种需求，为客户提供配套服务。 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 6 月 3 日 

 


